ここ で は , 2005 年 に 量産 が 始ま っ つた 0.85 イン チ ・ ハ ー ド ・ 
ディ スク を 例 に , 高密 度 実装 技術 の 現状 を 紹介 する . (編集 部 ) 


従来 . コン ピュ ー タ の 外部 記 層 装置 と いう 用 途 が 主 で 
あっ た ハー ド ・ デ ィ ス ク ・ ド ライ ズ hard disk drive, 以 
下 HDD) は , 携帯 オー ディ オ ・ プ レー ヤ や HDD レ コー ダ 
へ の 搭載 を 機 に . さま ざま な AV 機器 や モバ イル 機器 へ と , 
その 適用 範囲 が 広がっ て いま す . 

小型 で 大 容量 の HDD を AV 機器 や モバ イル 機器 に 搭載 す 
る こと で , どこ に で も 持ち 歩く こと が で き , 好き な と き に 
高 品質 の 映像 や 音楽 を 楽し お こと が で きる よう に な り ま す . 

この よう な 機器 の 小型 化 や 軽量 化 , 大 容量 化 の 背景 に は , 


体積 %] 
ト 
〇 
| 


消費 電 旭 W] 較 
oo 


( a) 体積 


進化 し 続け る 部 品 技術 と 実装 技術 が あり ます . 


人 @ 100 円 玉 サ イズ の ハー ド ・ デ イィ スク , 容量 は 4G バ イト 

東芝 が 2004 年 に 発表 , 2005 年 に 量産 を 開始 し て いる 085 
イン チ HDD 写真 1) に は , 外形 が 18 イ ンチ や 25 イ ンチ 
の HDD と は 違っ た 高密 度 実装 技術 が 用 いら れ て いま す . 

ディ スク の 直径 は 21mm で , 100 円 玉 と 同等 の サイ ズ で 
す . この ディ スク を 搭載 する HDD の 外形 寸法 は , 24.0 
土 0 幅 )X 320 土 0% 奥行 き )X 50 土 0% 高 さ )mm, 質 
量 9.5g 最大 ) で す . 

この 大 き さ は 1.8 イ ンチ HDD の 1/4 程 度 で , モバ イル 情 
報 機器 へ の 搭載 に 適し て いま す . 記憶 容量 は 4G バ イト で , 


3.5 型 図 600 エ 3.5 型 【 
2.5 型 図 500 上 2.5 型 【 
1.8 型 図 較 1.8 型 【 
0.85 型 図 ME 0.85 天 
300 ト 
量 200 
100 ト 
0 
( b) 質量 図 
3.5 型 図 囚 1.200 3.5 型 図 
2.5 型 図 ニー 1000 ト 口 2.5 型 較 
1.8 型 較 〇 1.8 型 較 
0.85 型 図 同 800 0.85 型 較 
題 600 
思 400 
編 200 


容量 は 4G バイ ト , 質量 は 最大 で 9.5g. 


シー ク 時 鐘 ー ド / ラ イト 時 世 イ ド ル 時 
( c) 消費 電力 図 
写真 1 0.85 イ ンチ HDD の 外観 図 1 HDD の 性 能 比 較 
0.85 イ ンチ HDD は 消費 電力 や 面 衝撃 特性 が 向上 し て いる . 


本 0.85 イ ンチ , HDD, 世界 最小 の HDD, 高密 度 実装 , ベア ・ 


( 9) 耐 衝撃 特性 較 


ザウ プ 。 アジ ダラ イル 。@436 湊 。 人 AGE。 


| 賠 異 方 性 導電 フィ ルム , セル フ ・ 
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アラ イダ ジジ ト 。 ラ リッ ラプ デップ = ポジ ダダ 


(ワリ リロ ロロ 


| DOOHOODOODOOG 


音楽 や 映像 な どの 大 容量 コン テン ツ を 保存 で きま す . 英国 
Guinness World Records 社 に よっ 世界 最小 の HDD」 と 6000 100 


ルッ ル こ こら ヽ RY 90 
し て 認定 さ れ て v まず 図 1). 5000 辻 
実 
4000 代 汗 
⑯ と に か く プ リン ト 配 線 板 の スペ ー ス が な い 面 60 角 
な 
2 は HDD 用 メイ ン ・ ボ ー ド の 面積 と 実装 可能 な 面積 に 本 レー | 邊 
具 
率 で す . スピ ンド ル ・ モ ー タ と の 干渉 を 避け , HDD 全体 2000 30 了 
高 さき を 抑え る た め に , HDD 用 メイ ン ・ ボ ー ド に は 大 き oo 請 
な 穴 を 加工 し て いま す . 当然 , 穴 の 部 分 に は 電子 部 品 を 実 0 0 
装 で きま せん . 085 イ ンチ HDD は , 25 イ ンチ や 1.8 イ ン 人 oss7 SME 
和 .、 図 2 HDD 用 メイ ン ・ ボ ー ド の 面積 と 実装 可能 な 面積 の 割り 合い 
チ の も の に 比べ , 大 幅 に 面積 が 小さ い だ け で な く , スピ ン 0.85 イ ンチ HDD は 部 品 を 搭載 する エリ ア が 小さ く , 通常 の 実装 で は 対応 で 
ドル ・ モ ー タ 用 の 穴 が メイ ン ・ ボ ー ド の 面積 の 約 半分 を 占 Nb 
め て いま す . 
外形 が 変わ っ て も 回 路 規模 は 同じ で す . 085 イ ンチ HDD 人 @ 先端 の 実装 技術 が 使わ れ て いる 
は , その 回 路 を , 残さ れ た わずか な スペ ー ス に 実装 する 必 図 3 は メイ ン ・ ボ ー ド の 製造 工程 で す . 最初 に メイ ン ・ 
要 が あり まし た . 25 イ ンチ お よび 1.8 イ ンチ HDD の 実装 ボー ド の 裏面 に 外部 I/O 用 の FPC を ACF で 接合 し ます . 
仕様 を 表 1 に 示し ます . 1005 サ イズ の 抵抗 や コン デン サ , 次 に メイ ン ・ ボ ー ド の 表面 に クリ ー ム は ん だ を 印刷 し , 表 
CSE chip size package) の LSI, コネ クタ を 使っ た 一 般 的 面 実 装 部 品 を 搭載 し ます . この と き 同 時 に C4 用 べ ア ・ チ ッ 
な 実装 仕様 で す . と ころ が , 085 イ ンチ は 実装 可能 な 面積 プ に フラ ックス を 転写 し , 搭載 し ます . 
が 非常 に 小さ く , この 実装 仕様 を その まま 採用 で きま せん . 次 に リフ ロー を し , その 後 ベ ア ・ チ ッ プ に アン ダ ・ フ ィ 
そこ で , 主要 な LSI は C4 工 肖 ベア .・ チ ッ プ と プリ ント 配 ル を 注入 し , 硬化 させ ます . C4 工 法 を 選定 し た 理由 は , ベ 
線 板 を は ん だ で 接続 , 詳し く は 第 2 章 で 説明 ) を 施し た も ア ・ チ ッ プ の 面積 で 高密 度 実装 が 可能 で あり , ほか の 表面 
の を , チッ プ 抵 抗 や ユン デン サ は 0603 サ イズ を , 外部 イン 実装 部 品 と 同時 に 実装 お よび リフ ロー が で きる か ら です. 
ター フェ ー ス に は ACR anisotropic conductive film : 異 
方 性 導電 フィ ルム ) 入 1 接合 を 施し た FPG flexible printed 注 1: ACF 接合 と は , バイ ンダ と 呼ば れる エポキシ 系 の 絶縁 樹脂 の 中 に , 直 
径 数 ん m の 導電 粒子 が 混ざっ た 材料 を 電極 と し て 入れ , 加熱 , 加 圧 す 
circuit) を 使い まし 写真 2, 写真 3). る こと に より , 電気 的 に 接続 する 工法. 
表 1 25 イ ンチ HDD 1.8 イ ンチ HDD 085 イ ンチ HDD 


2.5 イ ンチ , 1.8 イ ンチ , 
0.85 イ ンチ HDD の 外観 
や 構造 を 比較 


1 


実装 構造 片面 実装 片面 実装 片面 実装 

| ジ 222ー ン ル ョ ョ ェ ー ジ < コネ クタ コネ クタ FPC 

065mm ピ ッ チ 050mm ビ ピッチ 020mm ピ ッ チ 
CSP CSP C4 


最小 チッ プ 部 品 1005 1005 0603 
PWB 層 数 / 構 千 4 層 吐 通 4 層 貫 通 4 層 ビ ルド アッ プ 
0 ルーン < 100/ 100wm 100/ 100wm 40/40wm 


最小 ピッ チ LSI 
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写真 2 
メイ ン ・ ボ ー ド の 実装 技術 
主要 な LSI は C4 工 法 で 搭載 し た . 


0603 チ ッ プ 図 
部 品 間隔 0.2mm 
ベア ・ チ ッ ズ C4) 隊 


写真 3 

ヘッ ド と メイ ン ・ ボ ー ド を 結ぶ 
FPC の 実装 技術 

高 屈曲 FPC へ も 0603 サ イズ の チッ 
プ 部 品 が 搭載 され て いる . 


クリ ー ム は ん だ 隊 


クリ ー ム は ん だ 印刷 図 


表面 実装 部 品 較 
お よび ベア ・ チ ッ プ 搭載 図 


アン ダ ・ フ ィ ル 樹脂 注 
お よび 熱 硬 化 較 


図 3 メイ ン ・ ボ ー ド の 製造 プロ セス 


セル フ ・ ア ライ メン ト 効果 が 期待 で きる た め , 汎用 性 の ある マウ ンタ で 搭載 可能 . 
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メイ ン ・ ボ ー ド 較 | イン ター フェ ー ス FPC 


7 -。 人 4 ュー 
(re 


金 バ ンプ を 用 いた ACF 接合 の フリ ッ プ ・ チ ッ プ 実装 と 
比較 する と , セル フ ・ ア ライ メン ト 効果 入 2 が 期待 で きる た 
め , 超 高 精度 な フリ ッ プ ・ チ ッ プ ・ ボ ンダ 注 き は 必要 な く , 
表面 実装 部 品 も 搭載 可能 で 汎用 性 の ある フリ ッ プ ・ チ ッ プ 
対応 マウ ンタ で 搭載 で きま す . 

* ネ ネ 

ユビ キタ ス 時 代 が 到来 する 中 , ディ ジタル ・ プ ロダ クツ 
の 発展 は と ど ま る と ころ を 知り ませ ん . より 薄く , より 軽 
く , 大 容量 , 高 性 能 , 高 信頼 性 で 付加 価値 の ある 製品 を 実 
現す る た め に は , 実装 技術 が キー・ テ クノ ロジ に な り ま す . 
キー・ テ クノ ロジ で ある 実装 技術 の さら な る 発展 に 期待 し 
二 入 っ 


は っ ぽう や ・ あ き ひ こ 


注 2: セル フ ・ ア ライ メン ト 効果 と は , 表面 実装 部 品 が , は ん だ 付け 時 に 溶 
融 は ん だ の 表面 張力 に よっ て , フッ ト ・ プリ ント の 中 心 部 に 引き 寄せ 
られ る 効果 . 

注 3: フリ ッ プ ・ チ ッ プ ・ ボ ンダ と は , ベア ・ チ ッ プ の 回 路面 を 下 に し て , 
直接 プリ ント 配線 板 に 実装 する フリ ッ プ ・ チ ッ プ 工法 が 可能 な 搭載 機 . 


